微細加工により形成した歪 Si/Si1-xGex/Si(100)へテロ構造に関する研究 by 嚴 丈雄
Strained Si/Si1-xGex/Si(100) Heterostructure































































































































































































































































































































































































































































  む リロハ上里 
 6u!雌。pu・。es(Aetu}バ6」auヨ
 ↓00レレ000卜00600800∠
謬鰹
糊懲
 劉li!
一隅継
 へiじ脚価惚慧
心類語薦
 薫☆遺二謬ジ
鴛影
箏dN){8=⊥ Moeg!S
 ℃
=暮
雲
ω
ξ
(o、
⊆
)
 論文審査結果の要旨
 Si集積回路の高速化・低消費電力化のために,Mosデバイスの微細化と同時に,キャリア移動度向
 上のための歪Siや歪SikGe、の適用がますます必要とされ,Si基板上に歪緩和SiほGe.薄膜を形成し,
 その上に歪Siをエピタキシャル成長させる研究が進められている。その中で,歪Si層の結晶欠陥密度
 の低減が大きな課題となっている。本研究では,結晶欠陥発生が抑制された臨界膜厚以下のsi/歪
 SikGe。/Si(100)ヘテロ構造において,細線状微細加工による歪Si1覗Ge,の緩和と上部Si層への歪導入,
 及びそれによる電気特性の変調について研究した。本論文は,これらの成果をまとめたもので,全文5
 章よりなる。
 第1章は序論である。
 第2章では,SV歪Si1覗Ge,/Si(100)ヘテロ構造の細線状微細加工による歪変化について,ラマン散乱分
 光を用いて調べた結果を述べている。ラマン散乱スペクトルのバックグラウンドを細線周辺領域にGe
 薄膜を選択的に形成させることにより大幅に低減し,上部siとSi1覗Ge。の歪変化量を侵入長の異なる複
 数の励起レーザ光源を用いることで個別に測定できることを明らかにしている。そして,細線状加工側
 壁Si1“Ge、表面からの圧縮歪の緩和が,側壁から約400㎜離れた内部にまで伝播し,上部Si層に引っ
 張り歪を与えることを見いだしている。さらに,細線幅や上部Si層厚さが小さくなるほど,SikGe。層
 厚さやGe比率が大きくなるほど,また各層の歪変化量が大きくなることも示している。これらは,無
 歪Si1へGe。を成長させることなしに,細線状微細加工することにより,上部Si層とSiRGe、層の両方に
 歪を与えた構造が形成できることを示すもので,極めて重要な成果である。
 第3章では,n型あるいはp型にドープした上部Sl層とSi%Geo4層の電気伝導特性の変化について述
 べている。細線状微細加工により,上部Si層ではn型とp型の両方で電気伝導度が向上するのに対し,
 Sio,6Geo、4層ではp型電気伝導度は減少し,n型電気伝導度はほとんど変化しないことを明らかにしてい
 る。そして,MOSデバイスの高キャリア移動度化のためには,nチャネルには細線状微細加工した上部
 si層を,pチャネルには微細加工を行わない圧縮歪SiはGe。層を用いることを提案している。これらは,
 Mbsデバイス高性能化のための極めて重要な指針を与えるものである。
 第4章では,細線状微細加工によるSy歪Siα6Geo4Si(100)ヘテロ構造のエネルギーバンド構造の変化
 について述べている。微細加工時に形成される表面捕獲準位の密度を低減させる表面処理方法を確立し,
 細線状微細加工したヘテロ構造に対するMOS容量一電圧特性とフォトルミネッセンススペクトルを測
 定するごとに成功している。そして,細線幅110㎜微細加工では,歪緩和によりSlo石Geα4層の価電子
 帯端が約40meV下方シフトすることを見いだしている。これらの結果は,歪ヘテロ構造を用いた微細
 MOSデバイスの電気特性を制御する上で極めて有用な知見である。
 第5章は結論である。
 以上要するに本論文は,Si/歪Sil咽Ge./Si(100)ヘテロ構造において,細線状微細加工による歪の変化と
 それによる電気特性の変調について研究を行い,微細MOSデバイスの高性能化の基礎となる幾つかの
 重要な知見を得たもので,半導体電子工学の発展に寄与するところが少なくない。
 よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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